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内容概要

　　《电子产品制造技术》是依据行业职业技能鉴定规范，并参考现代电子企业的生产技术文件而编
写的。
主要内容包括电子产品生产流程及技术文件、电子整机装配常用器材、印制电路板制作、电子元器件
的插装与焊接、表面元件安装技术、整机装配和调试、整机检验与包装以及与理论知识相配套的实践
训练项目。
本书是按电子产品的生产流程来构建课程的结构体系，在实践性、实用性和针对性方面凸显了编写特
色。
　　《电子产品制造技术》表述简约清楚，通俗易懂，重点突出，教学内容贴近生产实际，贴近电子
企业的岗位需求，适合中等职业教育电子专业学生使用，亦可作为电子企业技术工人的培训用书。
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